Es gibt Neues!

®ANDANTA

Lineare InGaAs-Sensoren

512 Pixel

25 x 250 pm Rechteck-Pixel fur Spektroskopie

09-1.7 uym

ca. 40 kHz Ausleserate (t.b.d.)

28-pin DIP-Metallgehduse mit 1-stufigem Thermoklhler

-
- / 1024 Pixel
- 12.5 pm quadratische Pixel

0.9-1.7 pm
ca. 40 kHz Ausleserate (t.b.d.)
28-pin DIP-Metallgehduse mit 1-stufigem ThermokUhler

In das Infrarot erweiterte 1.9 pym-InGaAs-Matrizen

r

\ .

QVGA (320 x 256) + VGA (640 x 512)-Pixelauflosung

Kompaktes 2-stufig gekihltes 50 mm-Gehduse mit reduzierter
Leistungsaufnahme

—

SWAP — Small Weight and Power

Niedrigeres Rauschen und weniger Kreuzschraffur-Effekte als
2.2 pm-InGaAs

Flip-Chip-Bondservice

=

Pitch

Flip chip ‘l.

Bempe

Bonden von Flip-Chip auf Target-Chip mit Indium-Perlen

Zur Herstellung von FPAs, LDAs, MEMS,
BGAs. 3D-ICs, ULEDs

Unsher {18 Target chip

Besuchen Sie uns auf der Vision 2022
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